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AP500X
水溶性フラックス 

AP500Xは、水溶性かつハロゲンゼロのフラックスを使用しており、超微細バンプピッチのフリップチ
ップやBGAの接続のために開発されました。
AP500Xフラックスは、CuOPSやENIGなど様々なパッド表面に優れた濡れ性を発揮し、ワーク時間の
向上やリフロー後の純水洗浄が可能です。

製品の特徴

水溶性
ハロゲンゼロ
優れた濡れ性
１2時間以上のワークライフ
効果的なパッド表面のOSP除去
不良なく超微細バンプピッチのフリップチップ接続が可能
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X線観察による銅ピラーバンプの観察によりボイドがみられない  

フリップチップ試験片

チップサイズ 2x3mm 

ピラーサイズ 35um

ピラーピッチ 60um

ピラー高さ 40um

ピラー合金 Cu + SnAg

Document Number: HET22035JPN-0823-2 | Version: 2022

微細バンプピッチフリップチップ接合：X-SEM分析

X線概観

バンプ１ バンプ 2 バンプ 3

AP500Xは、ENIG表面の30‐35umの銅ピラーに対して優れた濡れ性を発現
リフロー後のコールドジョイントやはんだクリープ、ブリッジがない

OSPはC,NとOを含む有機材料
AP500XはOSPをうまく除去できている

X線中央箇所

OSP除去

銅OSPパッド リフロー前 フラックスA製品での
OSP除去 リフロー後に残留

AP500Xでのリフロー後は
OSP除去を達成

光学顕微鏡観察

成分分析


